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PIEK ist das führende und weltweit agierende 
Schulungs- und Zertifizierungsunternehmen für die 
elektronische Verbindungsindustrie. Es ist das einzige 
Schulungsunternehmen in Europa, das alle IPC Schulungen 
und Zertifizierungen anbietet mit ausschließlich eigenen 
Master-IPC-Trainern, die jahrelange und weltweite 
Erfahrung haben. PIEK bietet maßgeschneiderte Schulungen 
und Zertifizierungen weltweit für alle Mitarbeiter der 
elektronischen Verbindungsindustrie. Die Schulungsinhalte 
sind: Design, Löten, Montage von Baugruppen, Kabel- und 
Kabelbaumbaugruppen sowie Reparatur von Leiterplatten.

Weitere Informationen: www.piektraining.com


